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บทคดัย่อ 

 ในกระบวนการผลิตแผ่นเซรามิคซับสเตรทของบริษทัแห่งหน่ึง ปัจจุบนัพบว่ามีขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัของเสียท่ีลูกคา้ไดรั้บ และพบของเสียหลายประเภทเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมาก จากการ
วิเคราะห์ด้วยแผนภูมิพาเรโตพบว่าของเสียประเภทความลึกของร่องหักแบ่งงานเป็นปัญหาหลกัท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุน ก าไร และความน่าเช่ือถือของบริษทั ผูว้จิยัจึง
ก าหนดวตัถุประสงค์การคน้ควา้ในงานวิจยัน้ี เพื่อปรับปรุงค่า และลดของเสียประเภทความลึกของ
ร่องหักแบ่งงาน โดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือของซิกซ์ ซิกมา ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ยการก าหนด
ปัญหา การวดั การวเิคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม 

 จากการระดมสมองของทีมงานโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา และสร้างตารางเมตริกซ์สาเหตุและผล 
พบ 4 สาเหตุท่ีเป็นไปไดต่้อค่า และของเสียประเภทความลึกของร่องหักแบ่งงาน ไดแ้ก่ สาเหตุจาก
ขั้นตอนและสัดส่วนการผสมวตัถุดิบ สาเหตุจากอายุการใช้งานของเคร่ืองจกัร สาเหตุจากอายุการใช้
งานของแม่พิมพ ์และสาเหตุจากเง่ือนไขมาตรฐานในการปรับตั้งเคร่ืองก่อนเร่ิมด าเนินงาน จากนั้นท า
การวเิคราะห์หาสาเหตุหลกัโดยการทดลองเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีแตกต่างของแต่ละสาเหตุท่ีเป็นไปได้
โดยวีธีการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่สาเหตุหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อค่า และของเสียประเภทความลึก
ของร่องหักแบ่งงาน คือเง่ือนไขมาตรฐานในการปรับตั้ งเคร่ืองก่อนเร่ิมด าเนินงาน จึงได้ท าการ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วนแบบ 152 

V โดยมีปัจจยัควบคุมไดท้ั้งหมด 5 ปัจจยั 
ได้แก่ อตัราความเร็วช่วงชัก เวลาหน่วงกดทับงาน แรงกดป๊ัมงาน ชนิดของสปริง และระยะห่าง
ระหวา่งงานกบัแม่พิมพ ์
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 หลงัการปรับปรุงแกไ้ขพบวา่สามารถปรับปรุงค่าความลึกของร่องหักแบ่งงานให้ใกลเ้คียงค่า
เป้าหมาย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปรับปรุงจาก 9.0 ไมโครเมตร เป็น 5.9 ไมโครเมตร และค่า
ความสามารถในกระบวนการผลิตปรับปรุงข้ึนจาก 0.49 เป็น 1.08 และลดสัดส่วนของเสียประเภท
ความลึกของร่องหักแบ่งงานลงได ้79.65% เม่ือเทียบกบัขอ้มูลก่อนการปรับปรุง สามารถลดตน้ทุน
ของบริษัทอันเน่ืองมาจากการลดลงของของเสียได้มากกว่า 50% ของมูลค่าความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากตน้ทุนในการผลิตท่ีเสียไป และสร้างความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑข์องลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัได ้
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ABSTRACT 

 In the process of manufacturing ceramic substrate, a company found out that the customer 
complaints and the production process has produced a lot of defects in various kinds. According to 
an analysis of Pareto diagram, the main defect from manufacturing process is snap depth of ceramic 
substrate, this problem is directly affected to cost, profit and reliability of company. The objective 
of the study is to improve snap value and reduce the snap defect of ceramic substrate by using Six 
Sigma technique, which follows five steps: definition, measurement, analysis, improvement and 
control.  

 After a brainstorming was held using a fish bone diagram and a cause and effect matrix, the 
four possible sources potentially impacting upon the snap defect were identified as: process mixing 
and mixing ingredients, life time of machine, life time of mold and the machine standard condition 
setting before start. An analysis to find out the main cause was done using experiment with 
hypothesis test. The result is showing that the machine standard condition setting before start is 
main case. 152 

V fractional factorial design with 5  general factors was used to determine the causes 
of the problems and the most suitable conditions required to resolve them.  

 After the improvement, the snap value closed to the target, the standard deviation is improved 
from 9.0 to 5.9 microns. Process capability is improved from 0.49 to 1.08 and snap defect reduce by 
79.65% . This can decrease the company’s costs from the elimination of the defective ceramic 
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substrate caused from snap defect more than 50%  approximately. And build reliability of company 
from customers. 


